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摘 要

本研究採用UV-LIGA製程技術，以不鏽鋼片(SUS-301)為基材，製作微懸臂樑結構，此製 程中使用了微影以及電鑄技術來

製作以銅為犧牲層、鎳為結構層之微結構。製程參數之設定 與了解厚膜負光阻JSR-120N性質皆為此研究的主要內容，而

製程參數方面包括軟烤條件、曝 光時間條件及顯影條件。在研究中探討各微影參數對厚膜光阻JSR-120N微影技術的影響

，並 利用脈衝電流來提高鍍面表面品質。

關鍵詞 : 微電鑄，UV-LIGA，銅犧牲層，鎳結構層
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